
일본 IC DRAM 경쟁력 미국 앞서
4 B i t·8 B i t도 양산화 따라 원가절감 … 32Bit MPU는 미국이 우위

미·일의 주요 2 2개 반도체 제품의 기술 다양성, 기술 상호의존·보완 실태를 비교·분석한 결과,

일본이 단연 앞선 것으로 나타났다.

I C는 세계시장에서 D r a m·M P U중 일본이 1 M D·4MD 제품에서 우위를 차지한 것으로 나타났다.

이는 D R A M의 성능·품질이 가격에 따라 좌우, 일본은 양산화에 따라 원가를 절감, 경쟁력이 높은

것으로 알려졌다.

M P U는 기술개발력과 제조 설비능력 이상으로 S / W의 계승성이 중시돼, 32Bit MPU는 인텔·모토

롤러 등 미국 메이커의 S h a v e가 크고 경쟁력에서 일본을 앞서지만, 4Bit·8 B i t는 일본이 우위, 16Bit

는 비슷한 수준을 보였다.

그러나 R I S C형 M P U로 신규 참여한

미국계 제조권을 특허내 동일 규격의

M P U가 복수메이커에서 제공돼, 경쟁

이 치열해질 것으로 예상되고 있다.

I C의 고성능화, 대용량화를 추진해 온

핵심기술은 L i t h o - g r a p h y (미세가공기

술)로, 16MD까지는 수은 등이 내는 자

외선( g선, ı선)으로 대응 가능하지만

면폭이 0 . 3 ~ 0 . 4μ인 6 4 M D는 파장이 짧

은 엑시마 레이저에 의한 S t e p p e r가 필

요해지고, 특히 0 . 2 5μ이하에서는 자외

선에서 X선에 의한 L i t h o g r a p h y가 검

토되고 있다.

W a f e r구경은 I C의 생산성 향상과 저가

경쟁을 좌우하는 요소로, 16MD의 이론칩 수량은 6인치의 1 0 0개에 대해 8인치는 2 0 2개로 증가, 더욱

생산성이 향상될 것으로 전망되고 있다.

일본의 IC Maker는 제조장치의 국산화 비율이 8 7 %인 것에 대해, 미국은 CAD, Testing장치는 대부

분 자국제품이지만, Stepper는 7 0 ~ 8 0 %가 Poly Silicon Ethching장치, 상압 C V D장치는 5 0 %가 일본

제품에 의존하고 있는 것으로 나타났다.

부품·재료는 일본 메이커가 대부분 자국내에서 조달하고 있으며, Wafer·Dopant 일부는 해외 현지

법인에서 조달, 자사내 조달에 가깝다.

한편, 미국은 유리기판, Photoresist, Dopant, Lead frame은 자국내 조달이지만 W a f e r는 7 0 ~ 8 0 % ,

E p o x y수지, 세라믹 등 패키지는 7 0 ~ 9 0 %를 일본제품에 의존하고 있다.
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<그림> 일본의 반도체 부품·재료 조달처


